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DESCRIPCION
Dispositivo de disipacion de calor
Antecedentes de la invencion
Campo de la invencion

La presente invencion se refiere a un dispositivo de disipacién de calor y mas particularmente se refiere a un
dispositivo de disipacion de calor que incluye ventiladores.

Descripcion de la técnica anterior

Con el avance de la tecnologia, los ordenadores o sus tarjetas graficas han adoptado circuitos integrados con mayor
capacidad de computacion, tal como unidades de procesamiento central (CPU) o unidades de procesamiento de
graficos (GPU), etc. Sin embargo, cuando los circuitos integrados se utilizan para ejecutar diversas operaciones,
generan mucho calor. Por lo tanto, se necesita un dispositivo de disipacion de calor para disipar el calor de los
circuitos integrados.

Estos tipos de dispositivos de disipacion de calor normalmente adoptan disefios de multiples ventiladores o
disposiciones alteradas para las aletas de un disipador de calor. Por ejemplo, las Patentes de la Republica de China
con relacion a mudltiples ventiladores son las siguientes: Num. 585305, 587769, 200644780, 545104, 577582,
200410626, 592347 y M245506, y las Patentes de los Estados Unidos Num. 5997266 y 7535708, etc.; y se desvelan
las Patentes de la Republica de China Num. 1251460 y 1220704 sobre la disposicion alterada de aletas de un
disipador de calor.

En las patentes de la Republica de China Num. 592347 y M245506, los dispositivos de disipacion de calor
desvelados se refieren a al menos un ventilador que se forma en una forma inclinada. Por otra parte, en la Patente
de la Republica de China Num. 585305, el dispositivo de disipacién de calor incluye ademas tres ventiladores.

El documento US 2008/247136 A1 desvela un aparato de disipacion de calor para disipar el calor generado por el
dispositivo de produccion de calor, que incluye una base, un conjunto de aletas y un ventilador axial.

La base esta fijada en el dispositivo de produccién de calor. El conjunto de aletas comprende una pluralidad de
aletas dispuestas sobre la base; las aletas estan separadas y orientadas en paralelo entre si, y forman una
pluralidad de pasos entre las mismas. El ventilador axial esta instalado en un lado lateral del conjunto de aletas y
dirige el flujo de aire en el conjunto de aletas a través de los conductos de aire. El conjunto de aletas tiene una
superficie inclinada en un extremo del mismo, y el ventilador se instala en el area inclinada del conjunto de aletas y
oblicuo a la base.

El documento US 6450251 B1 desvela un sistema de extraccion de calor que incluye un conjunto de disipacion de
calor (10) y un ventilador del sistema (20) que logran cooperativamente eficiencia en la disipacion de calor
optimizada. El conjunto de disipacion de calor incluye un disipador de calor (12) y un ventilador en angulo (14). El
disipador de calor incluye una base (122) y una pluralidad de aletas paralelas (124). Una superficie inclinada (126)
se define por un conjunto de bordes adyacentes de las aletas. El ventilador define un orificio pasante (142) en cada
una de sus cuatro esquinas. Cuatro tornillos (144) se extienden a través de los orificios pasantes, adjuntando asi el
ventilador al disipador de calor en la superficie inclinada. Un eje de rotacion del ventilador intercepta una porcion
central de la base del disipador de calor, cuya porcion define una regién de temperatura mas alta del disipador de
calor. El ventilador en angulo junto con el ventilador del sistema proporciona un flujo de aire de refrigeracion
maximizado.

El documento US 2002/185259 A1 desvela un disipador ventilador montado en angulo para un dispositivo
electrénico, tal como el procesador de un sistema de ordenador, o similar que incluye un disipador de calor acoplado
a una superficie del dispositivo electrénico para conducir el calor lejos del dispositivo electronico. Un conjunto de
ventilador estda montado en una orientacion oblicua a la base del disipador de calor. El conjunto de ventilador hace
circular un medio de refrigeracién tal como aire sobre el disipador de calor en un angulo que es generalmente
oblicuo a la superficie del dispositivo electrénico para disipar calor desde el disipador de calor.

El documento US 2006/002082 A1 desvela un disipador de calor que tiene longitudes graduadas de aletas, en el que
las aletas mas altas estan en el centro del disipador de calor para proporcionar la maxima eliminacion de calor de un
chip de circuito integrado acoplado (IC). Ventiladores duales llevan aire contra las aletas, y en particular las aletas
mas altas, para proporcionar un sistema altamente eficiente para la eliminacién de calor del chip IC. Al reducir el
tamano de las aletas laterales, un espacio adicional esta disponible para los ventiladores duales. El uso de los
ventiladores duales permite a los ventiladores funcionar a una velocidad menor que un Unico ventilador, reduciendo
asi un nivel acustico general del ventilador. Por otra parte, los ventiladores duales permiten un sistema de ventilacion
de apoyo en el caso de que uno de los ventiladores falle.
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Sumario de la invenciéon

La presente invenciéon se proporciona en las reivindicaciones adjuntas 1, 5 y 9. Se proporcionan realizaciones
beneficiosas en las reivindicaciones dependientes. La siguiente divulgacion de realizaciones sirve a una mejor
comprension de la invencion. Por consiguiente, la presente divulgacion proporciona un dispositivo de disipacion de
calor, con un eje de rotacion y una superficie de una placa de circuitos que forma un angulo agudo. Por el encuentro
de la superficie con la placa de circuitos, los flujos de aire de los ventiladores se veran obligados a fluir hacia la
misma direccion para mejorar la eficiencia de refrigeracion del dispositivo de disipacién de calor.

Como se ha mencionado anteriormente, en el dispositivo de disipaciéon de calor de la presente la presente
divulgacion, el eje de rotacion del ventilador no es vertical a la superficie de la placa de circuitos. En otras palabras,
el ventilador esta dispuesto sobre la superficie de la placa de circuitos por un tipo pendiente. Por lo tanto, los flujos
de aire generados desde el ventilador se integran de modo a fluir hacia una Unica direcciéon después de encontrarse
con la superficie de la placa de circuitos para prevenir interferencias con los flujos de aire que causan mayor
resistencia de los flujos de aire y llevar a cabo la eficiencia de refrigeracion del dispositivo de disipacion de calor.

El resto de los contenidos de la presente la presente divulgacion y la descripcion detallada de las técnicas y
funciones se divulgan en la siguiente descripcion con referencia a ejemplos de realizacion preferidos y las figuras
adjuntas.

Breve descripcion de las figuras

La FIG. 1A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de un ejemplo de la presente la presente
divulgacion;

La FIG. 1B es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 1A;

La FIG. 2A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de un ejemplo de la presente la presente
divulgacion;

La FIG. 2B es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 2A;

La FIG. 3A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de una primera realizacion de la presente la
presente divulgacion;

La FIG. 3B es una vista en despiece del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 3A;

La FIG. 3C es un diagrama del disipador de calor y el médulo de transmision de calor del dispositivo de disipacion de
calor en la FIG. 3A;

La FIG. 3D es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 3A;
La FIG. 3E es un diagrama del corte transversal en el plano xz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 3A;

La FIG. 3F es un diagrama del dispositivo de disipacién de calor de la FIG. 3A en un ordenador;

La FIG. 4A es un diagrama de un dispositivo de disipacién de calor de una segunda realizacion de la presente
presente divulgacion;

a

La FIG. 4B es un diagrama del corte transversal en el plano xy del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 4A;
La FIG. 4C es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 4A;

La FIG. 4D es un diagrama del corte transversal en el plano xz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 4A;

La FIG. 5A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de una tercera realizacion de la presente
presente divulgacion;

a

La FIG. 5B es un diagrama del corte transversal en el plano xy del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 5A;
La FIG. 5C es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 5A;
La FIG. 5D es un diagrama del corte transversal en el plano xz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 5A;

La FIG. 6A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de un ejemplo de la presente la presente
divulgacion;

La FIG. 6B es un diagrama del corte transversal en el plano xy del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 6A;
La FIG. 6C es un diagrama del corte transversal en el plano xz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 6A;
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La FIG. 7A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de un ejemplo de la presente la presente
divulgacion;

La FIG. 7B es un diagrama del corte transversal en el plano xy del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 7A;
La FIG. 7C es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 7A; y

La FIG. 8 es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en un ejemplo de
la presente la presente divulgacion.

Descripcion detallada de la invencién

La FIG. 1A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de un ejemplo de la presente la presente
divulgacion. Por favor véase la FIG. 1A, en este ejemplo, un dispositivo de disipacion de calor 100 se utiliza para
disipar el calor de una placa de circuitos 10. La placa de circuitos 10, por ejemplo, es una tarjeta de graficos, un
modulo de memoria, una tarjeta de sonido, o la otra placa de circuitos. La placa de circuitos 10 tiene una superficie
10a. El dispositivo de disipacion de calor 100 comprende un primer ventilador 110 y un disipador de calor 120. Las
aspas 110a del primer ventilador 110 giran alrededor de un primer eje de rotacion 110b, y el primer eje de rotacion
110b y la superficie 10a de la placa de circuitos 10 forman un angulo agudo 6. El primer ventilador 110 tiene ademas
una carcasa para ventilador 112 para fijar el primer ventilador 110 y guiar los flujos de aire del primer ventilador 110
al disipador de calor 120. Con el fin de despejar el diagrama de vista, la carcasa del ventilador 112 se representa por
una linea de puntos. El disipador de calor 120 esta dispuesto entre la superficie 10a de la placa de circuitos 10 y el
primer ventilador 110.

La FIG. 1B es un diagrama de seccion transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 1A.
Por favor véanse las FIGS. 1A y 1B, en este ejemplo, el primer eje de rotacion110b del primer ventilador 110 y la
superficie 10a de la placa de circuitos 10 forman un angulo agudo 6. En otras palabras, el primer eje de rotacion
110b no es paralelo a la direccion normal de la superficie 10a, y el primer ventilador 110 esta montado por un tipo
pendiente. Cuando el primer eje de rotacion 110b del primer ventilador 110 y la superficie 10a de la placa de
circuitos 10 forman un angulo agudo 6, los flujos de aire del primer ventilador 110 (los flujos de aire se representan
por flechas en la FIG. 1B) se integran de modo de fluir hacia la misma direccién (como los flujos de aire hacia el eje
y que se muestran en la FIG. 1B) después de encontrarse con la superficie 10a de la placa de circuitos 10.

Por lo tanto, se evita que los flujos de aire del primer ventilador 110 se comporten de forma de disipacion no dirigida
después de encontrarse con la superficie 10a de la placa de circuitos 10 causando la interferencia de estos flujos de
aire y reduciendo la eficiencia de refrigeracion del dispositivo de disipacion de calor 100. De lo contrario, dado que el
primer ventilador 110 del presente ejemplo esta montado por un tipo pendiente, la zona de inactividad de flujos de
aire por debajo del eje de rotacion del primer ventilador 110 se destruye por el flujo de aire del primer ventilador 110
para mejorar la eficiencia de refrigeracion del dispositivo de disipacion de calor 100.

Por favor véase nuevamente la FIG. 1A, el disipador de calor 120 del presente ejemplo se adjunta directamente o
con una pasta de transferencia de calor a la superficie 10a de la placa de circuitos 10, por lo tanto, el calor generado
por la placa de circuitos 10 seria disipado por conduccién. Ademas, el disipador de calor 120 incluye una pluralidad
de aletas 122 que son paralelas en disposicion. Estas aletas 122 estan dispuestas verticalmente sobre la superficie
10a de la placa de circuitos 10, y estas aletas 122 son paralelas al primer eje de rotacion 110b del primer ventilador
110. Por lo tanto, los flujos de aire del primer ventilador 110 se pasan fluidamente a través de las vias de paso
formadas a partir de esas aletas 122. Por lo tanto, se alcanzara la mejor eficiencia de los flujos de aire del ventilador,
y el calor generado por la placa de circuitos 10 se disipara rapidamente por conveccion.

La FIG. 2A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de un ejemplo de la presente la presente
divulgacion. La FIG. 2B es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en
la FIG. 2A. Por favor véanse las FIGS. 2A y 2B, en este ejemplo, el dispositivo de disipacion de calor 200 es similar
al dispositivo de disipacion de calor 100 en las FIGS. 1A y 1B. De este modo, se introducen aqui sélo las diferencias.
Los laterales de las aletas 222 del dispositivo de disipacion de calor 220 del presente ejemplo se forman en trapecio.
De lo contrario, las aletas 222 cerca del borde del primer ventilador 110 son sustancialmente verticales al primer eje
de rotacion 110b del primer ventilador 110. Por lo tanto, el primer ventilador 110 del presente ejemplo es montado
por un tipo pendiente, y un plano inclinado se proporciona para montar el primer ventilador 110. Ademas, los bordes
de las aletas 222 son verticales al primer eje de rotacion 110b del primer ventilador 110. Cuando los flujos de aire del
primer ventilador 110 fluyen hacia las aletas 222, los flujos de aire estdn mas cerca de las aletas 222, en otras
palabras, la distancia de flujo entre los flujos de aire y las aletas 222 es mas corta. Asi, el tiempo consumido en la
eliminacién del calor generado por la placa de circuitos 10 es mas corto. Ademas, el dispositivo de disipacion de
calor 200 del presente ejemplo comprende ademas al menos un tubo de calor 230, y el tubo de calor 230 se pasa a
través de y se conectan con las aletas 222. El tubo de calor 230 acelera la disipacion del calor generado a partir de
la placa de circuitos 10 en el exterior. Por lo tanto, el tubo de calor 230 dispuesto en el dispositivo de disipacion de
calor 200 del presente ejemplo mejorala eficiencia de la refrigeracion.
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[Primera realizacion]

Las FIGS. 3A a 3F muestran diagramas del dispositivo de disipacion de calor de la primera realizacion de acuerdo
con la presente invencion. La FIG. 3A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de la primera
realizacion de la presente invencién. Por favor véase la FIG. 3A, un sistema de disipacién de calor 1000 de la
presente realizacion comprende un dispositivo de disipacién de calor 300, una placa de circuitos 10 y un médulo de
transmisién de calor 8. El dispositivo de disipacion de calor 300 se utiliza para disipar el calor de la placa de circuitos
10, y el dispositivo de disipacion de calor 300 comprende un disipador de calor 340, un conjunto de ventiladores 3 y
una carcasa para ventilador 4.

La FIG. 3B es una vista en despiece del dispositivo de disipacién de calor en la FIG. 3A. Por favor véase la FIG. 3B,
la placa de circuitos 10 de la presente realizacion es, tal como, una tarjeta de graficos. La placa de circuitos 10 tiene
una fuente de calor 20. La fuente de calor 20 significa una GPU de la tarjeta de graficos. Mas alla de la GPU, la
placa de circuitos 10 tiene ademas los otros circuitos y unidades eléctricas asociados.

El disipador de calor 340 se utiliza para absorber el calor generado por la fuente de calor 20 de la placa de circuitos
10, y el disipador de calor 340 incluye un primer modulo de disipacién de calor 342, un segundo modulo de
disipacion de calor 344 y un tercer médulo de disipacion de calor 346, que son paralelos en una disposicion y
adyacentes a lo largo de la direccion del eje y.

El conjunto de ventiladores 3 comprende un primer ventilador 110, un segundo ventilador 320 y un tercer ventilador
330. El primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 estan dispuestos por separado en
la carcasa del ventilador 4. La carcasa del ventilador 4 se utiliza para cubrir el disipador de calor 340. Ademas, en la
presente realizacion, las aspas 110a del primer ventilador 110 giran alrededor de un primer eje de rotacion 110b, las
aspas 320a del segundo ventilador 320 giran alrededor de un segundo eje de rotacién 320b, y las aspas 330a del
tercer ventilador 330 giran alrededor de un tercer eje de rotacion 330b. En esta realizacion, el primer eje de rotacion
110b, el segundo eje de rotacion 320b y el tercer eje de rotacion 330b y la superficie 10a de la placa de circuitos 10
forman un angulo agudo. En otras palabras, el primer eje de rotacién 110b, el segundo eje de rotacion320b y el
tercer eje de rotacion 330b no son paralelos a la direccion normal de la superficie 10a, y los ventiladores
estandispuestos sobre la superficie 10a de la placa de circuitos 10 por un tipo pendiente.

Como se ha mencionado anteriormente, el disipador de calor 340 esta dispuesto entre la superficie 10a de la placa
de circuitos 10y el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330. El segundo ventilador
320 esta dispuesto entre el primer ventilador 110 y el tercer ventilador 330. De lo contrario, la proyeccion ortogonal
320c del segundo eje de rotacién 320b y la proyeccion ortogonal 110c del segundo eje de rotacién 110b en la
superficie 10a de la placa de circuitos 10 son perpendiculares entre si, y la proyeccion ortogonal 320c del segundo
eje de rotaciéon 320b y la proyeccion ortogonal 330c del tercer eje de rotacion 330b son perpendiculares entre si.
Ademas, el extremo del primer eje de rotacion 110b cerca de la placa de circuitos 10 y alejandose del segundo
ventilador 320, y el extremo del tercer eje de rotacién 330b cerca de la placa de circuitos 10 y alejandose del
segundo ventilador 320. Cuando fluyen los flujos de aire de estos tres ventiladores, los flujos de aire del primer
ventilador 110 y el tercer ventilador 330 fluyen desde el segundo ventilador 320, y los flujos de aire del segundo
ventilador 320 fluyen desde el primer ventilador 110 y el tercer ventilador 330. En esta realizacion, las direcciones de
los flujos de aire son diferentes y no causan interferencia entre si. Por lo tanto, la resistencia de los flujos de aire se
reduce y los flujos de aire de cada ventilador pueden utilizarse de manera eficiente y se mejora la eficiencia de
refrigeracion del dispositivo de disipacion de calor 300.

En esta realizacion, el disipador de calor 340 incluye una pluralidad de primeras aletas 342a paralelas en una
disposicion, una pluralidad de segundas aletas 344a paralelas en una disposicion y una pluralidad de terceras aletas
346a paralelas en una disposicién. Las primeras aletas 342a estan dispuestas entre la superficie 10a de la placa de
circuitos 10 y el primer ventilador 110, las segundas aletas 344a estan dispuestas entre la superficie 102 de la placa
de circuitos 10 y el segundo ventilador 320, y las terceras aletas 346a estan dispuestas entre la superficie 10a de la
placa de circuitos 10 y el tercer ventilador 330. Las primeras aletas 342a, las segundas aletas 344a y las terceras
aletas 346a estan dispuestas verticalmente en la superficie 10a de la placa de circuitos 10. Las primeras aletas 342a
son paralelas al primer eje de rotacion 110b, las segundas aletas 344a son paralelas al segundo eje de rotacion
320b, y las terceras aletas 346a son paralelas al tercer eje de rotacion 330b. En otras palabras, cuando la
proyeccion ortogonal de la rotacion del ventilador en la superficie10a de la placa de circuitos 10 es paralela a las
aletas, la direccion del eje de rotacién y la direccion de las aletas tienen la misma direccion. Por lo tanto, los flujos de
aire fluyen a lo largo de la direccion de las aletas, y el calor generado a partir de la placa de circuitos 10 se disipa
mas rapidamente. Los flujos de aire del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 se
pasan fluidamente a través de las vias de paso formadas a partir de las primeras aletas 342a, las segundas aletas
344ay las terceras aletas 346a, y los flujos de aire de los ventiladores alcanzan la mejor eficiencia.

Ademas, en la presente realizacion, con el fin de dejar el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer
ventilador 330 dispuestos de forma tipo pendiente, los laterales de las primeras aletas 342a, las segundas aletas
344ay las terceras aletas 346a se forman en forma de trapecio para proporcionar un plano inclinado para disponer
los ventiladores. Las primeras aletas 342a cerca del borde del primer ventilador 110 son sustancialmente verticales
al primer eje de rotacion 110b, las segundas aletas 344a cerca del borde del segundo ventilador 320 son
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sustancialmente verticales al segundo eje de rotacion 320b, y las terceras aletas 346a cerca del borde del tercer
ventilador 330 son sustancialmente verticales al eje de rotacion 330b. Cuando los flujos de aire del primer ventilador
110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 fluyen hacia las primeras aletas 342a, las segundas aletas
344a vy las terceras aletas 346a, respectivamente, los flujos de aire estan mas cerca de las aletas y la distancia de
flujo de los flujos de aire es mas corta. Por lo tanto, el tiempo consumido en la disipacion de calor generado por la
placa de circuitos 10 también es mas corto.

La carcasa del ventilador 4 se utiliza principalmente para fijar el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el
tercer ventilador 330. En la aplicacion practica, el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer
ventilador 330 también se fijan mediante la suspension con soportes, o, el primer ventilador 110, el segundo
ventilador 320 y el tercer ventilador 330 se fijan en la parte superior del disipador de calor 340 de otra manera.

La FIG. 3C es un diagrama del disipador de calor y el médulo de transmision de calor del dispositivo de disipacion de
calor en la FIG. 3A. Por favor véase la FIG. 3C, en esta realizacion, la parte inferior del disipador de calor 340 tiene
una superficie de contacto 340a con la fuente de calor 20. EI médulo de conduccién de calor 8 esta dispuesto entre
el dispositivo de disipacion de calor 300 y la fuente de calor 20 de la placa de circuitos 10, y se utiliza para guiar el
calor generado por la fuente de calor 20 en la placa de circuitos 10 al disipador de calor 340. El médulo de
conduccion de calor8 comprende una pluralidad de tubos de calor 80, una placa de transmision de calor 81 (tal como
una placa de base de cobre) y una placa de fijacion 82. En esta realizacion, el nimero del tubo de calor 80 puede
ser solo uno, pero no se utiliza para limitar el alcance de la presente invencién. Aquellos con experiencia en la
técnica puede, en funcién de sus necesidades, modificar los niUmeros de tubos de calor 80. Un extremo del tubo de
calor 80 se pasa a través y se conecta con las primeras aletas 342a, las segundas aletas 344ay las terceras aletas
346a, respectivamente. La placa de conduccion de calor 81 esta conectada a otro extremo del tubo de calor 80, y
dispuesta entre la fuente de calor 20 y la superficie de contacto 340a en el disipador de calor 340. Por lo tanto, la
placa de transmisién de calor 81 puede guiar directamente el calor de la fuente de calor 20 al primer médulo de
disipacion de calor 342, el segundo médulo de disipacion de calor 344 y el tercer modulo de disipacion de calor 346;
alternativamente, el tubo de calor 80 puede dispersar indirectamente el calor al primer médulo de disipacion de calor
342, el segundo médulo de disipacion de calor 344 y el tercer médulo de disipacion de calor 346. La placa de fijacion
82 se utiliza para fijar el tubo de calor 80 y la placa de conduccién de calor 81 en el disipador de calor 340.

En esta realizacion, la superficie de contacto 340a del disipador de calor 340 esta fijada en la placa de conduccion
de calor 81, y el calor generado por la fuente de calor 20 puede guiar al disipador de calor 340 por la placa de
conduccion de calor 81. En la practica, la superficie de contacto 340a del disipador de calor 340 también esta unida
directamente a la fuente de calor 20.

La FIG. 3D es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 3A.
Por favor véase la FIG. 3D, en esta realizacion, el primer eje de rotacion 110b del primer ventilador 110 no es
vertical a la superficie 10a de la placa de circuitos 10. Asi, el primer ventilador 110 y la superficie de contacto 340a
del disipador de calor 340 estan inclinados, y la direccion de la pendiente es adyacente a un extremo del segundo
ventilador 320 al primer médulo de disipacion de calor 342. El tercer eje de rotacion 330b del tercer ventilador 330 no
es vertical ala superficie 10a de la placa de circuitos 10. Asi, el tercer ventilador 330 y la superficie de contacto 340a
del disipador de calor 340 también estan inclinados, y la direccidon de la pendiente es adyacente a un extremo del
segundo 320 al tercer médulo de disipacion de calor 346. Los flujos de aire del primer ventilador 110 fluyen hacia la
direccion del eje y después de encontrarse con la superficie 10a de la placa de circuitos 10, y los flujos de aire del
tercer ventilador 330 fluyen hacia la direccion del eje y después de encontrarse con la superficie 10a de la placa de
circuitos 10. Por lo tanto, las direcciones de los dos flujos de aire son opuestas y no interfieren entre si debido a que
el eje y es la direccion opuesta del eje y. De lo contrario, los extremos del primer ventilador 110 y el tercer ventilador
330 adyacentes al segundo ventilador 320 son mas bajos, por lo tanto, los flujos de aire del primer ventilador 110 y
el tercer ventilador 330 pasan rapidamente a través del primer médulo de disipacion de calor 342 y el tercer médulo
de disipacion de calor 346, respectivamente.

La FIG. 3E es un diagrama del corte transversal en el plano xz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 3A.
Por favor véase la FIG. 3E, en esta realizacion, eje de rotacion 320b del segundo ventilador 320 no es vertical a la
superficie 10a de la placa de circuitos 10, por lo tanto, el segundo ventilador 320 y la superficie de contacto 340a del
disipador de calor 340 estan inclinados, y la direccion de la pendiente es a lo largo de la direccion del eje x. Los
flujos de aire del segundo ventilador 320 fluyen hacia la direccion del eje x después de encontrarse con la superficie
10a de la placa de circuitos 10. Asi, los flujos de aire generados a partir del segundo ventilador 320 pasan
rapidamente a través del segundo médulo de disipacion de calor 344, y los flujos de aire del primer ventilador 110, el
segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 no interfieren entre si. Los flujos de aire de cada ventilador fluyen
hacia una unica direcciéon para mejorar la eficiencia de refrigeracion del dispositivo de disipacion de calor 300.

Dado que el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 estan dispuestos por un tipo
pendiente, los flujos de aire del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 (como las
direcciones de las flechas mostradas) fluyen hacia el primer médulo de disipacion de calor 342, el segundo médulo
de disipacion de calor 344 y el tercer mddulo de disipacion de calor 346. Estos flujos de aire se ven afectados por un
area cerrada de la parte inferior de las vias de paso (tal como una placa de conduccion de calor o la placa de
circuitos 10), después fluyen hacia el primer moédulo de disipacion de calor 342, el médulo de disipacion de calor 344
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y el tercer modulo de disipacion de calor 346. La zona de inactividad de flujos de aire por debajo del eje de rotacion
del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 se destruye para mejorar la eficiencia
de la refrigeracion del primer médulo de disipacion de calor 342, el segundo moédulo de disipacion de calor 344 y el
tercer moédulo 346 de disipacion de calor.

Ademas, los flujos de aire generados a partir del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer
ventilador 330 fluyen hacia el primer modulo de disipacion de calor 342, el segundo médulo de disipacion de calor
344 y el tercer modulo de disipacion de calor 346, respectivamente. Por lo tanto, los flujos de aire generados a partir
del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 no interfieren entre si, y se aumenta la
eficiencia de refrigeracion del dispositivo de disipacion de calor 300.

Los laterales de las primeras aletas 342a en el primer médulo de disipacion de calor 342, los laterales de las
segundas aletas 344a en el segundo maddulo de disipacion de calor 344 y los laterales de las terceras aletas 346a en
el tercer médulo de disipacion de calor 346 se forman en la forma de trapecio para proporcionar los planos
inclinados necesarios para el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330. Las
primeras aletas 342a, las segundas aletas 344a y las terceras aletas 346a generalmente estan fabricadas de cobre o
de aluminio por una herramienta de matriceria, alternativamente, el disipador de calor 340 esta fabricado por
aluminio de tipo extruido.

El dispositivo de disipacion de calor 300 de la presente invencion incluye el primer médulo de disipacion de calor
342, el segundo médulo de disipacion de calor 344 y el tercer moédulo de disipacion de calor 346, que se
corresponde con el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330, respectivamente. Por
lo tanto, los flujos de aire del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 fluyen hacia
una direccion desde el paso de flujo de aire independientemente para mejorar la eficacia de la refrigeracion y reducir
el ruido generado por las interferencias de los flujos de aire. De lo contrario, los numeros del primer médulo de
disipacion de calor 342, el segundo médulo de disipacion de calor 344 y el tercer modulo de disipacion de calor del
346, y el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 pueden aumentarse o
disminuirse arbitrariamente dependiendo de la aplicacién practica, tal como, un disefio que sélo utiliza el primer
ventilador 110, el segundo ventilador 320, el primer médulo de disipacion de calor 342 y el segundo médulo de
disipacion de calor 344 en la practica, o, se afiade en una realizaciéon un cuarto ventilador y un cuarto médulo de
disipacién de calor. El alcance de la presente invencién no esta limitado por este tipo de realizaciones que utilizan
solo tres ventiladores y tres modulos de disipacion de calor.

La FIG. 3F es un diagrama del dispositivo de disipacion de calor de la FIG. 3A en un ordenador. Por favor véase la
FIG. 3F, el ordenador 6 comprende una fuente de alimentacion 62, una placa principal 7 y una placa trasera 60. Los
flujos de aire (como las direcciones de las flechas mostradas) generados a partir de los conjuntos de ventiladores 3
después de su encendido fluyen hacia el disipador de calor 340. Los flujos de aire hacia el primer médulo de
disipacion de calor 342 generados por el primer ventilador 110 pasan a través de la via de paso de flujo de aire
directamente y fluyen hacia afuera de los orificios pasantes de la placa trasera 60. Los flujos de aire hacia el
segundo maédulo de disipacion de calor 344 generados por el segundo ventilador 320 fluyen hacia el exterior desde
la rejilla de ventilacion de un lado del ordenador 6 (no mostrado en la figura). Los flujos de aire hacia el tercer
modulo de disipacion de calor 346 generados por el tercer ventilador 330 fluyen hacia el interior del ordenador 6
directamente, y los flujos de aire del sistema del interior del ordenador 6 fluyen hacia la placa trasera 60.

[Segunda realizacion]

La FIG. 4A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de la segunda realizacién de la presente
invencion. La FIG. 4B es un diagrama del corte transversal en el plano xy del dispositivo de disipacion de calor en la
FIG. 4A. Por favor véanse las FIGS. 4A y 4B, en esta realizacion, el dispositivo de disipacion de calor 400 es similar
al dispositivo de disipacion de calor 300 en la primera realizacion, se utilizan las mismas unidades o similares para
respetar los mismos simbolos de referencia o similares. El dispositivo de disipacién de calor 400 de la presente
realizacion comprende ademas un segundo ventilador 320 y un tercer ventilador 330. Las aspas 320a del segundo
ventilador 320 giran alrededor de un segundo eje de rotacion 320b, y las aspas 330a del tercer ventilador 330 giran
alrededor de un tercer eje de rotacion 330b. En esta realizacion, el primer eje de rotacion 110b, el segundo eje de
rotacion 320b y el tercer eje de rotacion 330b y la superficie 10a de la placa de circuitos 10 forman un angulo agudo.
En otras palabras, el primer eje de rotacion 110b, el segundo eje de rotacion 320b y el tercer eje de rotacion 330b no
son paralelos a la direccion normal de la superficie 10a, y estos ventiladores estan dispuestos en la superficie 10a de
la placa de circuitos 10 por un tipo pendiente.

Como se ha mencionado anteriormente, el disipador de calor 440 esta dispuesto entre la superficie 10a de la placa
de circuitos 10 y el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330. De lo contrario, la
proyeccion ortogonal 320cdel segundo eje de rotacién 320b y la proyeccion ortogonal110c del primer eje de rotacion
110b en la superficie 10a de la placa de circuitos 10 son perpendiculares entre si, y la proyeccion ortogonal 320c del
segundo eje de rotacion 320b y la proyeccion ortogonal 330c del tercer eje de rotacion 330b en la superficie 10a de
la placa de circuitos 10 son paralelas entre si o colineales. Ademas, la placa de circuitos 10 de la presente
realizacion incluye un lado extenso 10b. El extremo del primer eje de rotaciéon 110b cerca de la placa de circuitos 10
y en direccion de alejamiento del segundo ventilador 320, y la proyeccién ortogonal 110c del segundo eje de rotacion
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110b en la superficie 10a de la placa de circuitos 10 es paralela al lado extenso 10b de la placa de circuitos 10. En
otras palabras, los flujos de aire de los tres ventiladores fluyen, y los flujos de aire del segundo ventilador 320 y el
tercer ventilador 330 fluyen lejos del segundo ventilador 320. Por lo tanto, las direcciones de flujo de los flujos de aire
generados de los ventiladores de la presente realizacion son diferentes, y no interfieren entre si. Las resistencias de
los flujos de aire se reducen, y los flujos de aire de cada ventilador son mas eficientes y se aumenta la eficiencia de
refrigeracion del dispositivo de disipacion de calor 400. En esta realizacion, el disipador de calor 440 incluye una
pluralidad de primeras aletas 442 paralelas en una disposicion, una pluralidad de las segundas aletas 444 paralelas
en una disposicion y una pluralidad de terceras aletas 446 paralelas en una disposicion. Las primeras aletas 442
estan dispuestas entre la superficie 10a de la placa de circuitos 10 y el primer ventilador 110, las segundas aletas
444 estan dispuestas entre la superficie 10a de la placa de circuitos 10 y el segundo ventilador 320, y las terceras
aletas 446 estan dispuestas entre la superficie 10a de la placa de circuitos 10 y el tercer ventilador 330. Las primeras
aletas 442, las segundas aletas 444 y las terceras aletas 446 estan dispuestas verticalmente en la superficie 10a de
la placa de circuitos 10.

Como se ha mencionado anteriormente, las primeras aletas 442 son paralelas al primer eje de rotacion 110b, las
segundas aletas 444 son paralelas al segundo eje de rotacion 320b, y las terceras aletas 446 son paralelas al tercer
eje de rotacion 330b. En otras palabras, cuando las proyecciones ortogonales de los ejes de rotacion de los
ventiladores en la superficie 10a de la placa de circuitos 10 son paralelas a las aletas, las direcciones de los ejes de
rotacion y la direccion de los ventiladores son iguales y los flujos de aire fluyen a lo largo de la direccion de los
ventiladores (como se muestra en la FIG. 4B). En esta realizacion, las primeras aletas 442 estan dispuestas a lo
largo de la direccion del eje vy, y los flujos de aire del primer ventilador 110 fluyen a lo largo de la direccion del eje y.
Las segundas aletas 444 y las terceras aletas 446 estan dispuestas a lo largo de la direccion del eje X, y los flujos de
aire de los segundos ventiladores 320 y los terceros ventiladores 330 fluyen a lo largo de la direccion del eje x.

De lo contrario, los flujos de aire del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 pasan
fluidamente a través de las vias de pasoformadas por las primeras aletas 442, las segundas aletas 444 y las
terceras aletas 446. Por lo tanto, el calor generado por la placa de circuitos 10 se disipa rapidamente. En esta
realizacion, las segundas aletas 444 y las terceras aletas 446 son paralelas en disposicion y a lo largo de la
direccion del eje x. En otra realizacion que no se muestra, las segundas aletas 444 y las terceras aletas 446 también
estan integradas para ser una sola pieza. Sin embargo, el alcance de la presente invencién no se limita en aquellas
realizaciones. Aquellos con experiencia en la técnica permiten que estas aletas adyacentes y dispuestas en la
misma direccién sean de una pieza para reducir el costo del disipador de calor 440.

La FIG. 4C es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 4A.
La FIG. 4D es un diagrama del corte transversal en el plano xz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 4A.
Por favor véanse las FIGS. 4C y 4D, en esta realizacion, con el fin de disponer el primer ventilador 110, el segundo
ventilador 320 y el tercer ventilador 330 por un tipo pendiente, los laterales de las primeras aletas 442, las segundas
aletas 444 y las terceras aletas 446 se forman en la forma de trapecio para proporcionar un plano inclinado para
disponerlos ventiladores. Las primeras aletas 442 cerca del borde del primer ventilador 110 son sustancialmente
verticales al primer eje de rotacion 110b, las segundas aletas 444 cerca del borde del segundo ventilador 320 son
sustancialmente verticales al segundo eje de rotacion 320b, y las terceras aletas 446 cerca del borde del tercer
ventilador 330 son sustancialmente verticales al tercer eje de rotacion 330b. Por lo tanto, los flujos de aire del primer
ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 vuelven a fluir hacia las primeras aletas 442, las
segundas aletas 444 y las terceras aletas 446, respectivamente. La distancia de los flujos de aire a las aletas se
hace mas corta, y la velocidad de disipacion de calor de la placa de circuitos 10 sera mas corta.

Por favor véanse las FIGS. 4A y 4B nuevamente, el dispositivo de disipacion de calor 400 de la presente realizacion
comprende ademas dos primeros tubos de calor 450 y dos segundos tubos de calor 460. Alternativamente, sélo un
primer tubo de calor 450 y sdélo un segundo tubo de calor 460 se utilizan en esta realizacion. Aquellos con
experiencia en la técnica pueden modificar los numeros del tubo de calor en funcién de su aplicacién practica. Los
primeros tubos de calor 450 se conectan con las primeras aletas 442, y los segundos tubos de calor 460 se pasan a
través de y se conectan con las segundas aletas 444 vy las terceras aletas 446. El primer tubo de calor 450 y el
segundo tubo de calor 460 transfieren el calor generado por la placa de circuitos 10 al exterior. Asi, el primer tubo de
calor 450 y el segundo tubo de calor 460 montados en el dispositivo de disipacion de calor 400 de la presente
realizacion mejoran la eficiencia de refrigeracion.

[Tercera realizacion]

La FIG. 5A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de la tercera realizacion de la presente
invencion. La FIG. 5B es un diagrama del corte transversal en el plano xy del dispositivo de disipacion de calor en la
FIG. 5A. La FIG. 5C es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la
FIG. 5A. La FIG. 5D es un diagrama del corte transversal en el plano xz del dispositivo de disipacion de calor en la
FIG. 5A. Por favor véanse las FIGS. 5A, 5B, 5C y 5D en simultaneo, en esta realizacion, el dispositivo de disipacion
de calor 500 es similar al dispositivo de disipacion de calor 400 de la segunda realizacion. Por lo tanto, sélo se
introducen las diferencias aqui, y se utilizan las mismas unidades o similares para respetar los mismos simbolos de
referencia o similares. En esta realizacion, el extremo del segundo eje de rotacién 320b cerca de la placa de
circuitos 10 y en direccion de alejamiento del primer ventilador 110, y el extremo del tercer eje de rotacion 330b
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cerca de la placa de circuitos 10 y en direccion de alejamiento del primer ventilador 110. La proyeccion 110c
ortogonal del primer eje de rotacién 110b en la superficie 10a de la placa de circuitos 10 es vertical al lado extenso
10b de la placa de circuitos 10 (como se muestra en la FIG. 5B). En otras palabras, los flujos de aire del primer
ventilador 110 de la presente realizacion fluyen a lo largo de la direccién del eje x (como se muestra en la FIG. 5D), y
la direccidn de las primeras aletas 542 es a lo largo de la direccién del eje x (como se muestra en la FIG. 5B). La
direccion de los flujos de aire del segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 son en direccion del eje y (como
se muestra en la FIG. 5C), y las direcciones de las segundas aletas 554 y las terceras aletas 556 son a lo largo de la
direccion del eje y. La direccion del eje y es la direccion opuesta de la direccion del eje y. Por lo tanto, en esta
realizacion, las segundas aletas 544 y las terceras aletas 546 pueden integrarse en una aleta para reducir el costo
del disipador de calor 540.

La FIG. 6A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de un ejemplo de la presente la presente
divulgacion. La FIG. 6B es un diagrama del corte transversal en el plano xy del dispositivo de disipacion de calor en
la FIG. 6A. Por favor véanse las FIGS. 6A y 6B, en este ejemplo, el dispositivo de disipacién de calor 600 es similar
al dispositivo de disipacion de calor 300 de la primera realizacion, y se utilizan las mismas unidades o similares para
respetar los mismos simbolos de referencia o similares. El dispositivo de disipaciéon de calor 600 del presente
ejemplo comprende ademas un segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330. Las aspas 320a del segundo
ventilador 320 giran alrededor de un segundo eje de rotacion 320b, y las aspas 330a del tercer ventilador 330 giran
alrededor de un tercer eje de rotacion 330b. En este ejemplo, el primer eje de rotacion 110b, el segundo eje de
rotacion 320b y el tercer eje de rotacion 330b y la superficie 10a de la placa de circuitos 10 forman un angulo agudo.
En otras palabras, el primer eje de rotacién 110b, el segundo eje de rotacion 320b y el tercer eje de rotacion 330b no
son paralelos a la direccion normal de la superficie 10a, y estos ventiladores estan dispuestos en la superficie 10a de
la placa de circuitos 10 por un tipo pendiente.

Como se ha mencionado anteriormente, el disipador de calor 640 esta dispuesto entre la superficie 10a de la placa
de circuitos 10 y el primer ventilador 10, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330. De lo contrario, la placa
de circuitos 10 del presente ejemplo incluye un lado extenso 10b. Las proyecciones ortogonales 110c, 320c, 330c
del primer eje de rotaciéon 110b, el segundo eje de rotacion 320c y el tercer eje de rotacion 330c en la superficie 10a
de la placa de circuitos 10, respectivamente, son paralelas entre si o colineales. La proyeccién ortogonal 110c del
segundo eje de rotacién 110b en la superficie 10a de la placa de circuitos 10 es vertical al lado extenso 10b de la
placa de circuitos 10. En otras palabras, los flujos de aire del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el
tercer ventilador 330 en el presente ejemplo fluyen en direccion del eje x (la direccion de los flujos de aire se respeta
como las flechas en la FIG. 6B). La direccion del eje x es la direccion opuesta de la direccion del eje x. Por lo tanto,
los flujos de aire de los tres ventiladores fluyen, y fluyen en la misma direccion. Los flujos de aire de cada ventilador
son mas eficientes, y se mejora la eficiencia de refrigeracion del dispositivo de disipacion de calor 600.

En este ejemplo, el disipador de calor 640 incluye una pluralidad de aletas 642 paralelas en una disposicion. Las
aletas 642 estan dispuestas verticalmente en la superficie 10a de la placa de circuitos 10, y las aletas 642 son
paralelas al primer eje de rotacion 110b, el segundo eje de rotacion 320b vy el tercer eje de rotacion 330b. Por lo
tanto, los flujos de aire del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 se pasan
fluidamente a través de las vias de paso de las aletas 642 para alcanzar la mejor eficiencia de los flujos de aire de
los ventiladores.

La FIG. 6C es un diagrama del corte transversal en el plano xz del dispositivo de disipacion de calor en la FIG. 6A.
Por favor véase la FIG. 6C, en este ejemplo, debido a que el primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el
tercer ventilador 330 estan dispuestos por un tipo pendiente, los laterales de las aletas 642 se forman en forma de
trapecio para proporcionar el plano inclinado necesario para montar los ventiladores. Las aletas 642 cerca de los
bordes del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 son sustancialmente verticales
al primer eje de rotacion 110b, el segundo eje de rotacion 320b y el tercer eje de rotacion 330b. Por lo tanto, los
flujos de aire del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 fluyen hacia las aletas
642, y la distancia de flujo de los flujos de aire es mas corta. La velocidad de disipacion del calor de la placa de
circuitos 10 también se vuelve rapida. (Sin embargo, el segundo ventilador 320, el tercer ventilador 330, el segundo
eje de rotacion 320by el tercer eje de rotacion 330 no se muestran en la figura debido al angulo de visién, sélo se
describen en la descripcion).

Por favor véanse las FIGS. 6A y 6B una a la vez, el dispositivo de disipacion de calor 600 del presente ejemplo
comprende ademas cuatro tubos de calor 650. Sin embargo, también se acepta s6lo un tubo de calor 650 utilizado
en el presente ejemplo. Aquellos con experiencia en la técnica pueden modificar los numeros del tubo de calor
dependiendo de los requisitos de la aplicacion practica. Los tubos de calor 650 se pasan a través y se conectan con
tales aletas 642. El calor generado de la placa de circuitos 10 se transfiere al exterior por los tubos de calor 650. De
este modo, los tubos de calor 650 montados en el dispositivo de disipacion de calor 600 del presente ejemplo
pueden mejorar la eficiencia de refrigeracion.

La FIG. 7A es un diagrama de un dispositivo de disipacion de calor de un ejemplo de la presente la presente
divulgacion. La FIG. 7B es un diagrama del corte transversal en el plano xy del dispositivo de disipacion de calor en
la FIG. 7A. La FIG. 7C es un diagrama del corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en la
FIG. 7A. Por favor, véanse las FIGS. 7A, 7B y 7C en simultaneo, en este ejemplo, el dispositivo de disipacion de
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calor 700 es similar al dispositivo de disipacion de calor 600 del ejemplo anterior. Por lo tanto, sélo se introducen
aqui las diferencias, y se utilizan las mismas unidades o similares para respetar los mismos signos de referencia o
similares. En este ejemplo, la proyeccién ortogonal 110c del primer eje de rotacion 110b en la superficie 10a de la
placa de circuitos 10 es paralela a un lado extenso 10b de la placa de circuitos 10, y el primer eje de rotacion110b, el
segundo eje de rotacion 320b y el tercer eje de rotacion 330b son paralelos entre si. En otras palabras, los flujos de
aire del primer ventilador 110, el segundo ventilador 320 y el tercer ventilador 330 en este ejemplo fluyen en la
misma direccion del eje y (la direccion de los flujos de aire se respeta con las flechas en las FIGS. 7B y 7C). La
direccion de las aletas 742 es a lo largo de la direccion del eje y (como se muestra en la FIG. 7B). Por lo tanto, las
direcciones de los flujos de aire y las aletas 742 en el dispositivo de disipacion de calor 700 del presente ejemplo son
opuestas a aquellas del dispositivo de disipacion de calor 600 del ejemplo anterior. La FIG. 8 es un diagrama del
corte transversal en el plano yz del dispositivo de disipacion de calor en un ejemplo de la presente la presente
divulgacion. Por favor véase la FIG. 8, en el presente ejemplo, el dispositivo de disipacion de calor 800 es similar al
dispositivo de disipacion de calor 100 que se muestra en la FIG. 1B, y so6lo se introducen aqui las diferencias. En
este ejemplo, el dispositivo de disipacion de calor 800 comprende ademas un segundo ventilador 320. Las aspas del
segundo ventilador 320 giran alrededor del segundo eje de rotacion 320b, y el segundo eje de rotacion 320b es
vertical a la superficie 10a. En otras palabras, el segundo eje de rotacion 320b del segundo ventilador 320 y el
primer eje de rotacion 110b del primer ventilador 110 no son paralelos en este ejemplo. El segundo ventilador 320
esta dispuesto sobre la superficie 10a de la placa de circuitos 10 por un tipo vertical, que es diferente al primer
ventilador 110 dispuesto en la superficie 10a de la placa de circuitos 10 por un tipo pendiente. Asi, el dispositivo de
disipacion de calor comprende muiltiples ventiladores, y los ejes de rotacion de los ventiladores y la superficie de la
placa de circuitos forman un angulo agudo o un angulo recto.

Con base en lo anterior, el eje de rotacion de los ventiladores y la superficie de la placa de circuitos forman un
angulo agudo en la disipacion de calor de la presente invencion. En otras palabras, el ventilador esta dispuesto
sobre la superficie de la placa de circuitos por un tipo pendiente. Por lo tanto, los flujos de aire del ventilador fluyen
en la misma direccién después de encontrarse con la superficie de la placa de circuitos para evitar la interferencia
generada a partir de los flujos de aire que causan la reduccion de la eficiencia de refrigeracion. De lo contrario,
debido a que el eje de rotacion del ventilador y las aletas son paralelos entre si, se pasan fluidamente los flujos de
aire a través de las vias de paso de esas aletas para disipar el calor rapidamente. Ademas, la proyeccion ortogonal
del eje de rotacion del ventilador es paralela a la superficie de la placa de circuitos, y las direcciones del eje de
rotacion y las aletas tienen la misma direccién. Los flujos de aire fluyen a lo largo de la direccion de las aletas.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de disipacion de calor (100) para disipar el calor de una placa de circuitos (10) en el que la placa de
circuitos (10) tiene una superficie (10a), el dispositivo de disipacién de calor (100) comprende:

un primer ventilador (110), las aspas (110a) de dicho primer ventilador (110) giran alrededor de un primer eje de
rotacion (110b), y el primer eje de rotacion (110b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo;

un segundo ventilador (320), las aspas (320a) de dicho segundo ventilador (320) giran alrededor de un segundo eje
de rotacion (320b), y el segundo eje de rotacion (320b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo; y

un tercer ventilador (330), las aspas (330a) de dicho tercer ventilador (330) giran alrededor de un tercer eje de
rotacion (330b), el tercer eje de rotacion (330b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo, y dicho segundo
ventilador (320) dispuesto entre dicho primer ventilador (110) y dicho tercer ventilador (330), en el que las
proyecciones ortogonales (100c, 320c) del segundo eje de rotacion (320b) y del primer eje de rotacion (110b) en la
superficie (10a) son perpendiculares entre si, y las proyecciones ortogonales (320c, 330C) del segundo eje de
rotacion (320b) y del tercer eje de rotacion (330b) son perpendiculares entre si; y la interseccion entre el primer eje
de rotacién (110b) y la placa de circuitos (10) en la direcciéon de alejamiento de dicho segundo ventilador (320), y la
interseccion entre el tercer eje de rotacion (330b) y la placa de circuitos (10) en la direccion de alejamiento de dicho
segundo ventilador (320);

el dispositivo de disipacion de calor (100) comprende ademas un disipador de calor (340) dispuesto entre dicho
primer ventilador (110), dicho segundo ventilador (320), dicho tercer ventilador (330) y la superficie (10a) de la placa
de circuitos (10), dicho disipador de calor (340) incluye una pluralidad de primeras aletas (342a) que son paralelas
en una disposicion, una pluralidad de segundas aletas (344a) que son paralelas en una disposicion y una pluralidad
de terceras aletas (346a) que son paralelas en una disposicion, las primeras aletas (342a) son paralelas a la
proyeccion ortogonal del primer eje de rotacion (110b), las segundas aletas (344a) son paralelas a la proyeccion
ortogonal del segundo eje de rotacion (320b), y las terceras aletas (346a) son paralelas a la proyeccion ortogonal del
tercer eje de rotacion (330b);

en el que los flujos de aire de dicho primer ventilador (110) y dicho tercer ventilador (330) fluyen respectivamente a
través de las vias de paso formadas por las primeras aletas (342a) y las terceras aletas (346a) lejos de dicho
segundo ventilador (320), y los flujos de aire de dicho segundo ventilador (320) fluyen a través de las vias de paso
formadas por las segundas aletas (344a) lejos de dicho primer ventilador (110) y dicho tercer ventilador (330).

2. Un dispositivo de disipacion de calor (300) como en la reivindicacion 1, en el que las primeras aletas (342a) estan
dispuestas entre la superficie (10a) de la placa de circuitos (10) y dicho primer ventilador (110), las segundas aletas
(344a) estan dispuestas entre la superficie (10a) de la placa de circuitos (10) y dicho segundo ventilador (320), y las
terceras aletas (346a) estan dispuestas entre la superficie (10a) de la placa de circuitos (10) y dicho tercer ventilador
(330), en el que las primeras aletas (342a), las segundas aletas (344a) y las terceras aletas (346a) estan dispuestas
verticalmente en la superficie (10a).

3. Un dispositivo de disipacion de calor (300) como en la reivindicacion 2, en el que los laterales de las primeras
aletas (342a), las segundas aletas (344a) y las terceras aletas (346a) se forman en la forma de trapecio, y las
primeras aletas (342a) cerca del borde de dicho primer ventilador (110) son sustancialmente verticales al primer eje
de rotacion (110b), las segundas aletas (344a) cerca del borde de dicho segundo ventilador (320) son
sustancialmente verticales al segundo eje de rotacion (320b), y las terceras aletas (346a) cerca del borde de dicho
tercer ventilador (330) son sustancialmente verticales al tercer eje de rotacion (330b).

4. Un dispositivo de disipacion de calor (300) como en la reivindicacion 2, que comprende ademas al menos un tubo
de calor (80) para pasar a través y conectar las primeras aletas (342a), las segundas aletas (344a) y las terceras
aletas (346a).

5. Un dispositivo de disipacion de calor (400) para disipar el calor de una placa de circuitos (10) en el que la placa de
circuitos (10) tiene una superficie (10a), el dispositivo de disipacién de calor (400) comprende:

un primer ventilador (110), las aspas (110a) de dicho primer ventilador (110) giran alrededor de un primer eje de
rotacion (110b), y el primer eje de rotacion (110b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo;

un segundo ventilador (320), las aspas (320a) de dicho segundo ventilador (320) giran alrededor de un segundo eje
de rotacion (320b), y el segundo eje de rotacion (320b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo; y

un tercer ventilador (330), las aspas (330a) de dicho tercer ventilador (330) giran alrededor de un tercer eje de
rotacion (330b) y el tercer eje de rotacion (330b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo, y dicho segundo
ventilador (320) dispuesto entre dicho primer ventilador (110) y dicho tercer ventilador (330), en el que las
proyecciones ortogonales (110c, 320c) del segundo eje de rotacion (320b) y del primer eje de rotacion (110b) en la
superficie (10a) son perpendiculares entre si, y las proyecciones ortogonales (320c, 330c) del segundo eje de
rotacion (320b) y del tercer eje de rotacion (330b) son paralelas entre si, el dispositivo de disipacion de calor (100)
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comprende ademas un disipador de calor (340) dispuesto entre dicho primer ventilador (110), dicho segundo
ventilador (320), dicho tercer ventilador (330) y la superficie (10a) de la placa de circuitos (10), dicho disipador de
calor (340) incluye una pluralidad de primeras aletas (342a) que son paralelas en una disposicion, una pluralidad de
segundas aletas (344a) que son paralelas en una disposiciéon y una pluralidad de terceras aletas (346a) que son
paralelas en una disposicion, siendo las primeras aletas (342a) paralelas a la proyeccion ortogonal del primer eje de
rotacion (110b), las segundas aletas (344a) son paralelas a la proyeccion ortogonal del segundo eje de rotacion
(320b), y las terceras aletas (346a) son paralelas a la proyeccion ortogonal del tercer eje de rotacion (330b);

en el que los flujos de aire de dicho primer ventilador (110) y dicho tercer ventilador (330) fluyen respectivamente a
través de las vias de paso formadas por las primeras aletas (342a) y las terceras aletas (346a) alejadas de dicho
segundo ventilador (320), y los flujos de aire de dicho segundo ventilador (320) fluyen a través de las vias de paso
formadas por las segundas aletas (344a) alejadas de dicho primer ventilador (110) y dicho tercer ventilador (330), en
el que la placa de circuitos (10) incluye un lado extenso (10b) y la proyeccion ortogonal (110c) del primer eje de
rotacion (110b) en la superficie (10a) es paralelo al lado extenso (10b) de la placa de circuitos (10).

6. Un dispositivo de disipacion de calor (400, 500) como en la reivindicacion 5, en el que las primeras aletas (442,
542) estan dispuestas entre la superficie (10a) de la placa de circuitos (10) y dicho primer ventilador (110), las
segundas aletas (444, 544) estan dispuestas entre la superficie (10a) de la placa de circuitos (10) y dicho segundo
ventilador (320), y las terceras aletas (446, 546) estan dispuestas entre la superficie (10a) de la placa de circuitos
(10) y dicho tercer ventilador (330),en el que las primeras aletas (442, 542), las segundas aletas (444,544) y terceras
aletas (446, 546) estan dispuestas verticalmente en la superficie (10a), las primeras aletas (442, 542) son paralelas
al primer eje de rotacion (110b), las segundas aletas (444, 544) son paralelas al segundo eje de rotacién (320b), y
las terceras aletas (446, 546) son paralelas al tercer eje de rotacion (330b).

7. Un dispositivo de disipacion de calor (400, 500) como en la reivindicacion 6, en el que los laterales de las primeras
aletas (442, 542), las segundas aletas (444, 544) y las terceras aletas (446, 546) se forman en la forma de trapecio,
y las primeras aletas (442, 542) cerca del borde de dicho primer ventilador (110) son sustancialmente verticales al
primer eje de rotacion (110b), las segundas aletas (444, 544) cerca del borde de dicho segundo ventilador (320) son
sustancialmente verticales al segundo eje de rotacion (320b), y las terceras aletas (446, 546) cerca del borde de
dicho tercer ventilador (330) son sustancialmente verticales al tercer eje de rotacion (330b).

8. Un dispositivo de disipacion de calor (400) como en la reivindicacion 6, que comprende ademas al menos un
primer tubo de calor (450) y al menos un segundo tubo de calor (460), en el que dicho primer tubo de calor (450)
esta conectado con las primeras aletas (442) y las segundas aletas (444), y dicho segundo tubo de calor (460) se
pasa a través y se conecta con las segundas aletas (444) y las terceras aletas (446).

9. Un dispositivo de disipacion de calor (500) para disipar el calor de una placa de circuitos (10) en el que la placa de
circuitos (10) tiene una superficie (10a), el dispositivo de disipacién de calor (400) comprende:

un primer ventilador (110), las aspas (110a) de dicho primer ventilador (110) giran alrededor de un primer eje de
rotacion (110b), y el primer eje de rotacion (110b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo; un segundo
ventilador (320), las aspas (320a) de dicho segundo ventilador (320) giran alrededor de un segundo eje de
rotacion(320b), y el segundo eje de rotacién (320b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo; y un tercer
ventilador (330), las aspas (330a) de dicho tercer ventilador (330) giran alrededor de un tercer eje de rotacién (330b)
y el tercer eje de rotacion (330b) y la superficie (10a) forman un angulo agudo, y dicho segundo ventilador (320)
dispuesto entre dicho primer ventilador (110) y dicho tercer ventilador (330), en el que las proyecciones ortogonales
(110c, 320c) del segundo eje de rotacion (320b) y del primer eje de rotacion (110b) en la superficie (10a) son
perpendiculares entre si, y las proyecciones ortogonales (320c, 330c) del segundo eje de rotacion (320b) y del tercer
eje de rotacion (330b) son colineales;

el dispositivo de disipacion de calor (100) comprende ademas un disipador de calor (340) dispuesto entre dicho
primer ventilador (110), dicho segundo ventilador (320), dicho tercer ventilador (330) y la superficie (10a) de la placa
de circuitos (10), dicho disipador de calor (340) incluye una pluralidad de primeras aletas (342a) que son paralelas
en una disposicion, una pluralidad de segundas aletas (344a) que son paralelas en una disposicion y una pluralidad
de terceras aletas (346a) que son paralelas en una disposicion, las primeras aletas (342a) son paralelas a la
proyeccion ortogonal del primer eje de rotacion (110b), las segundas aletas (344a) son paralelas a la proyeccion
ortogonal del segundo eje de rotacion (320b), y las terceras aletas (346a) son paralelas a la proyeccion ortogonal del
tercer eje de rotacion (330b);

en el que los flujos de aire de dicho primer ventilador (110) y dicho tercer ventilador (330) fluyen alejados de dicho
segundo ventilador (320), y los flujos de aire de dicho segundo ventilador (320) fluyen alejados de dicho primer
ventilador (110) y hacia dicho tercer ventilador (330), en el que la placa de circuitos (10) incluye un lado extenso
(10b) y la proyeccion ortogonal (110c) del primer eje de rotaciéon (110b) en la superficie (10a) es vertical al lado
extenso (10b) de la placa de circuitos (10).
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